Zakladni deska (mainboard)
Zakladni deska je nejdiilezitéjsi Casti sestavy pocitace. Zajistuje pienos dat mezi vSemi dily a
jejich vzajemnou komunikaci. Pomoci konektorti umoziuje pevné prichyceni (graficka karta)
nebo propojeni kabelem (pevny disk) dalSich komponent k MB a jejich napajeni elektrickou
energii.
Vétsina soudobych desek obsahuje tyto diilezité soucasti:
e Patice ¢i konektor pro procesor
Cipovou sadu (MCH, IOH, ICH, North a South Bridge)
Cip pro vstupy a vystupy (Super 1/0)
ROM BIOS (Flash ROM)
Patice pro pamét'ové moduly SIMM, DIMM, RIMM
Sbérnice IS4, PCI, AGP, PCI-E (AMR, CNR...)
Regulétor napéti
Baterie
Integrované grafické, sitové, zvukové karty
Konektory (IDE, SATA, RAID, FDD, USB ...)
Zadni blok konektort (PS/2, COM, LPT, USB, AUDIO, VIDEO, RJ 45...)
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Parametry zakladni desky
Jsou dany parametry Cipové sady(viz nize) a vybavou.

Formy zakladnich desek

Formou se mysli fyzické rozméry desky a rozmisténi nékterych soucasti na jejim povrchu.
Rizné formy zakladnich desek se daji rozeznat podle rozmisténi konektori na zadni hrané

desky.
Forma Pouziti
ATX Bézné pocitace typu desktop, minitower nebo tower,nejobvyklejsi forma MB, ma az
7 slotd pro rGzné karty (305x244 mm)
Mini — ATX Mirné zmensena deska ATX, pro stejné skfiné, dodavaji se pro levnéjsi poditace,
ma az 6 slotl pro karty (284x208 mm)
Micro — ATX Tato forma je uréena pro levnéjsi pocitace typu desktop €i minitower (244x244 mm)
Flex — ATX Nejlevnéjsi forma desek (229x191 mm). Nejmensi z desek ATX.
NLX MB pro podnikové pocitae typu desktop nebo minitower, nabizi nejrychlejsi a
nejsnazsi servis. Deska se zapojuje do tzv. expandéru. (345x223 mm)
WTX Pouziva se ve vysoce vykonnych pracovnich stanicich nebo serverech
BTX Novéjsi, zatim ne moc rozsirena forma (BTX - Balanced Technology Extended).
Tak jako ATX ma vice variant (micro,pico...)
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/eng/191577.htm
ITX MB pro malé kompaktni poditade ITX.
format Rozmér v cm
Nano ITX 12x12
MNano-1Tx Mini ITX 17x 17
Micro ATX 244 x 24,4
Flex ATX 229x 19,1
Mini-1TX Standart ATX 30,5x 24,4




Specifické formy — neodpovidaji popsanym formam. VétSinou jsou vyrobeny pro konkrétni typ
pocitace. Piikladem jsou desky pro notebooky nebo desky pocitact firmy Compaq, HP ...
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Cipova sada je souhrn elektronickych obvodl zakladni desky, jejichZ tkolem je umoznit
komunikaci mezi procesorem a ostatnimi zafizeni. Cipova sada ma v maximalni mife podporovat
vykon procesoru, proto pro kazdy novy procesor vznikd nové zakladni deska s novou ¢ipovou

sadou.

Cipové sady zalozené na architekture North/South Bridge

Na této architektufe je zalozena vétSina starSich ¢ipovych sad.
e North Bridge — jeho hlavnim tkolem je propojeni rychlejsi procesorové sbérnice
s pomalejSimi sbérnicemi pro operacni pamét’ a grafickou kartu. Nazev Cipové sady byva
odvozen od ndzvu tohoto ¢ipu. Obsahuje soucasti sbérnice PCI.
e South Bridge — je pomalej$i nez NB, spolu s Cipem Super I/0 umoziuji piipojeni
perifernich zatizeni k MB. Obsahuji fadi¢e IDE, rozhrani COM, LPT, USB, most pro
pripojeni sbérnice ISA. South bridge je pfipojen na sbérnici PCIL.
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Cipové sady zalozené na architektufe rozbocovaéi
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rozbocovacem radicem paméti (MCH — Memory Controler Hub) a Cip South bridge je
oznacovan jako rozbocovac radice vstuput a vystupu (ICH — I/O controler Hub).

Oba ¢ipy jsou u této architektury propojeny specialnim rozhranim, které je mnohem rychlejsi
nez sbérnice PCI. Co ktery Cip zajist'uje je zfejmé z nasledujiciho obrazku architektury ¢ipové
sady Intel 975 X Expres (v roce 2006 nejnovejsi).

Technické parametry Intel 975 X expres.

North bridge: 82975X MCH (Memory Controller Hub)

South bridge: ICH7 / ICH7R

Sbérnice: Direct Media Interface (DMI), 2GB/s

Pro socket LGA-775 (podpora dvoujadrovych Pentium EE)

FSB: 800/1066MHz

Podpora Hyper-Threading technologie, dual core, EMT64
Pamétovy fadic: DDRII 667/533, dualni, ECC, unbufferd, max 8GB
Sbérnice: PCle x16 (konfigurace 2x 8 nebo 1x 16), 4-6x PCle x1, 6x PCI
IDE: 1 kanal, Ultra ATA/100

Serial ATA: 4x S-ATA II (3Gb/s)

Matrix Storage technologie: RAID 0, 1, 10, 5 (pouze ICH7R)
Audio: osmikandlovy zvuk (Intel High Definition Audio)

USB 2.0: 8 portt

FireWire: nepodporuje

1066/800 MHz F5B
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Intel® X58 Express Chipset

Pro severni most se pouziva nové oznaceni IOH (Input/Output Hub), pro jizni most se pouziva
klasické oznaéeni ICH (I/O Controller Hub). Radi¢ operaéni paméti jiz neni integrovan
v severnim mostu (IOH), ale je pfimo soucasti struktury procesoru. Obvod IOH je tedy
samostatny PCI Express 2.0 tadi¢ grafické sbérnice, ktery s procesorem komunikuje pftes
sbérnici QPI (nahrada procesorové sbérnice FSB).

K IOH je pomoci pomalejsi sbérnice DMI s datovou propustnosti 2 GB/s ptipojen obvod ICH
(jizni most), ktery obsluhuje tadi¢e diski (SATA, eSATA, RAID), fadi¢ USB rozhrani, tadi¢
sbérnice PCE Express x1, sitové adaptéry, zvukovy adaptér, atd.
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Vyhody/nevyhody integrace pamét'ového tadiCe uvniti procesoru:

1.

Radi¢ opera¢ni paméti umistény p¥imo v procesoru je od vypodetni &asti vzdalen v
fadu milimetrt, nikoliv centimetrli, jak je tomu u béznych systému (severni most).
Mensi vzdalenost znamena mensi zpozdéni, mozné vys§i rychlosti a vétsi
spolehlivost.

Radi¢ pracuje na vyssi frekvenci. Je vyrabén stejnou technologii jako procesor. S
rychlosti procesoru roste i rychlost fadice.

ZlepSuje se kompatibilita s paméti a tim i spolehlivost, protoZe nezavisle na pouzité
Cipové sad¢ na zékladni desce zistava fadic paméti stejny pro dany procesor.

Casto pomémé energeticky naroény fadi¢ paméti je chlazen spolené s procesorem.

U viceprocesorovych systému (napf. servery), ma kazdy procesor vlastni pamétovy
prostor (viz obrazek nize), coz nebrzdi komunikaci procesort s operac¢ni paméti, jako
je tomu v pripadé pouziti spolecné obousmérné procesorové sbérnice FSB u starSich
¢ipovych sad.

Nevyhodou je zvyseni tepla vyzareného procesorem (vyssi ztratovy vykon TDP [W]).



Procesorova sbérnice QPI

Procesor s ¢ipovou sadou komunikuje pomoci rychlé sbérnice QPI (Quick Path Interconnect).
QPI vsak zajistuje nejen komunikaci procesoru s ¢ipovou sadou (ndhrada stavajici sbérnice
FSB), ale u viceprocesorovych systémil umoziuje vzéjemnou piimou komunikaci jednotlivych
procesortl (napf. serverové procesory Xeon).

QPI sbérnice se sklada ze dvou 20-bitovych spoji (jeden pro kazdy smér). Z tohoto poctu je
16 bith (2 bajty) vyhrazeno pro pienos dat, zbyvajici 4 bity pro detekci chyb a fizeni pienosu.
Datovéa propustnost sbérnice v jednom sméru je v soucasnosti dle specifikaci Intelu 4,8 GT/s, u
rychlejSich modell (napf. feSeni pro servery) 6,4 GT/s.

6,4 GT/s * 2 B = 12,8 GB/s (ptenosova rychlost v jednom sméru). Celkové tedy 25,6 GB/s pro
jeden QPI spoj.

Nejrychlejsi verze sbérnice FSB, pracujici na frekvenci 1600 MHz, mé teoreticky také
12,8 GB/s, jenze v obou smérech dohromady. Po této sbérnici se navic prenaseji data jak z/do
operacni paméti, tak k periferiim. U viceprocesorovych systémi navic jednotlivé procesory sdili
sbérnici FSB pii vzajemné komunikaci:
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U QPI sbérnice je celkova kapacita (propustnost) sbérnice k dispozici pouze pro periferie —
operacni paméti jsou fizeny fadicem integrovanym v procesoru, nezatézuji tedy spoj QPI. Navic,
spoj QPI je jeden z prvki stavebnice a tak mtze navrhat pouzit jeden, ale také vice téchto spojt
pro vzdjemnou piimou komunikaci procesorti a komunikaci s ¢ipovou sadou (obvod IOH). Na
obrazku je patrné propojeni jednotlivych ¢asti u dvouprocesorového systému:
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Jelikoz 1 obvod IOH obsahuje dvé QPI rozhrani, muze bud’to komunikovat se dvéma procesory
soucasnég, nebo na zékladni desce mohou byt osazeny dva obvody IOH, jenz spolu komunikuji
prostiednictvim jednoho z QPI spojii. Kazdy ze dvou IOH pak komunikuje s jednim procesorem
(a tyto dva procesory zase spolu prostfednictvim QPI). Takova konfigurace se hodi ptedev§im do
vykonnych pracovnich stanic, zejména takovych, které je z ditvodu pozadavku na vysoky vykon
v grafickych aplikacich potfeba osadit vétsim mnozstvim grafickych karet.

Jsou-li na zékladni desce osazeny 2 obvody IOH, jizni most (ICH) se pfipojuje pouze k jednomu
z nich. Pfipojuje se pomoci ESI (Enterprise Southbridge Interface), coz je v podstaté jen DMI
sbérnice pies PCI Express x4.
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Toto feSeni pouzivaji nové vicejadrové procesory architektury NEHALEM (Core 13, 15, 17) a
nové vicejadrové procesory od AMD (Phenom, Opteron)

Cipova sada s integrovanym obvodem IOH v procesoru (NB die)

NB die (NorthBridge ,,je mrtvy*) - neboli, ¢ipova sada neobsahuje obvod severniho mostu.
Jedna se o feSeni pro nové generace procesort architektury Nehalem.

Ibexpeak
PCH

Nové vykonné cCtyfjadrové procesory této architektury maji ve své struktufe integrovan cely
severni most (IOH), tedy nejen fadi¢ operacni paméti (DDR3), ale také tadi¢ grafické sbérnice
PCI Express 2.0.

Zakladni deska je pak osazena pouze jednim obvodem Ccipové sady, oznaCovanym jako
Ibexpeak PCH (PCH = Platform Controller Hub). Tento Cip je s procesorem spojen sbérnici
DMI (Direct Media Interface), neboli sbérnici, kterou byva u ptedchozich verzi Cipovych sad
spojen severni a jizni most. Obvod PCH vykonéva v podstaté funkci jizniho mostu. Procesor pak



zastava veskerou funkci severniho mostu — komunikaci s grafickou kartou pies sbérnici PCI
Express 2.0, komunikaci s operacni paméti a komunikaci s obvodem PCH.

Dalsim feSenim (pro levnéjsi pocitacové sestavy) je Cipova sada pro dvoujadrové procesory se
stejnymi vlastnostmi, jako v pfedchozim piipadé (integrace obvodii severniho mostu ptimo do
procesoru), tentokrat véetn¢ integrace grafického jadra. Grafickd karta na PCI Express 2.0
sbérnici tedy neni nezbytnou zalezitosti sestavy a mezi CPU a obvodem PCH vede krom¢ DMI
sbérnice také sbérnice Display Connect. Jedna se o vystup integrovaného grafického jadra, ktery
vede do PCH a z n¢j pak do monitoru.

QPI sbérnice

V obou ptipadech je sbérnice QPI stale pfitomna, ov§em neopusti pouzdro procesoru:
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